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(54) Bezeichnung: Image-Modul

(57) Hauptanspruch: Image-Modul, bestehend aus den
Hauptelementen Modulboard mit darauf oder mittels
Flip-Chip-Technologie auf dessen Riickseite montiertem
Image-Sensor, sowie ggf. weiteren Funktions- und Kontak-
telementen auf der Vorder- und/oder Riickseite des Modul-
boards, sowie einem Abdeckelement zur Abdeckung des
Modulboardes mit einem Linsensystem, das Gber dem ak-
tiven Bereich des Image-Sensors des Image-Sensorchip
angeordnet sein kann und auf dem Modulboard durch eine
COB-Technologie oder durch eine Flip-Chip-Technik an der
Riickseite des Modulboards montiert ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem Modulboard (2) und dem Ab-
deckelement (7) drei im Abstand zueinender angeordnete
Abstandselemente (9) angeordnet sind, welche den Ab-
stand zwischen dem Image-Sensor (3) auf dem Mo-
dul-Board (2) durch Definition eines vorgegebenen
Luftspaltes (11) definieren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Image-Modul, be-
stehend aus den Hauptelementen Modulboard mit
darauf oder mittels Flip-Chip-Technologie auf dessen
Ruckseite montiertem Image-Sensor, sowie ggf. wei-
teren Funktions- und Kontaktelementen auf der Vor-
der- und/oder Riickseite des Modulboards, sowie ei-
nem Abdeckelement zur Abdeckung des Modulboar-
des mit einem Linsensystem, das tber dem aktiven
Bereich des Image-Sensors des Image-Sensorchip
angeordnet sein kann und auf dem Modulboard
durch eine COB-Technologie oder durch eine
Flip-Chip-Technik an der Rickseite des Modulboards
montiert ist.

[0002] Derartige Image-Module werden in unter-
schiedlichen BaugréRen fiir die verschiedensten
Bildaufnahmezwecke, z.B. in Video- oder beliebigen
Bildaufnahmeeinrichtungen, verwendet. Im wesentli-
chen enthalten derartige Image Module das Modul-
board, auf dem ein Image-Sensor (Bildaufnahmeel-
ment) beliebiger Bauart durch Chipbonden, z.B. Kle-
ben, befestigt ist. Der Image-Sensor besitzt einen ak-
tiven Bereich, um die auf diesen Bereich Uber das
Linsensystem abgebildeten Bilder in elektrische Sig-
nale umzuwandeln. Zur Ubertragung und Bearbei-
tung dieser elektrischen Signale befinden sich auf
dem Modulboard weitere Funktionselemente, wie
Schaltkreise und SMD-Bauelemente, die z.B. Uber
Drahtbriicken oder andere geeignete Verbindungse-
lemente miteinander und mit dem Modulboard elek-
trisch verbunden sind. Schliel3lich sind am Modul-
board noch Kontaktelemente befestigt, mit denen
das Image-Modul z.B. auf Leiterplatten montiert wer-
den kann.

[0003] Fur die Abbildung eines Bildes auf dem akti-
ven Bereich des Image-Sensors befindet sich im Ab-
deckelement das bereits erwdhnte Linsensystem,
bestehend aus mindestens einer Linse. In der Regel
sind jedoch mehrere in einem fest zueinander vorge-
gebenen Abstand montierte, ein Objektiv bildenden
Linsen vorgesehen, deren optischen Achsen genau
senkrecht auf dem aktiven Bereich des Image Sen-
sors stehen mussen. AuRerdem mussen sich die Lin-
sen, bzw. das aus mehreren Linsen bestehende Ob-
jektiv, bzw. dessen optische Ebene in einem genau
vorgegebenen Abstand Uber dem aktiven Bereich
des Image Sensors befinden. Dabei muss weiterhin
sichergestellt sein, dass sich der Abstand der Linsen
zum Modulboard wéahrend des Gebrauchs des
Image-Moduls nicht verandern kann.

[0004] Beider Herstellung solcher Image-Module ist
die Justierung der Linsen bzw. des Objektivs Uber
dem Image-Sensor und insbesondere die korrekte
Einstellung des Abstandes zum Image Sensor, also
des Fokusses besonders heikel und zeitaufwandig.
Beispielsweise kdnnen die Linsen in einer Aufnahme
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im Abdeckelement angeordnet sein, die gegenuber
dem Image-Sensor durch Drehen oder Verschieben
einstellbar ist.

[0005] Derartige Ausflihrungen sind jedoch fiir eine
kostenglinstige Fokussierung nicht geeignet, zumal
eine prazise und gleichbleibend genaue Einstellung
des Fokusses schwer realisierbar ist.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, einen Image-Modul zu schaffen, bei dem die
beschriebenen Nachteile nicht auftreten und bei dem
insbesondere eine einfache, prazise und schnelle
Montage der Funktionsbaugruppen mit praziser Zu-
ordnung des Abstandes zwischen der Oberflache
des Image-Sensors und dem Linsensystem ermog-
licht wird.

[0007] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird durch die kennzeichnenden Merkmale des
Anspruchs 1 geldst. Weitere Ausgestaltungen der Er-
findung gehen aus den zugehdrigen Unteranspri-
chen hervor.

[0008] Die Erfindung wird nachfolgend an einem
Ausfihrungsbeispiel naher erlautert. In den zugeho-
rigen Zeichnungsfiguren zeigen:

[0009] Fig.1: eine Schnittdarstellung eines
Image-Modules mit in COB-Technologie auf einem
Modulboard montiertem Image-Sensor, mit auf dem
Image-Sensor angeordneten Abstandselementen,
sowie einem zugehorigen Abdeckelement mit Lin-
sensystem;

[0010] Fig.2: eine Schnittdarstellung eines
Image-Modules mit in COB-Technologie montiertem
Image-Sensor mit Abstandselementen auf dem Mo-
dulboard und/oder anderen Bauelementen, wie
ASIC-Bauelementen, sowie einem zugehorigen Ab-
deckelement mit Linsensystem;

[0011] Fig. 3: eine Seitenansicht eines fertig mon-
tierten Image-Modules nach Fig. 1 oder Fig. 2;

[0012] Fig.4: eine Schnittdarstellung eines
Image-Moduls mit einem in Flip-Chip-Technologie
montierten Image-Sensor mit auf dem Modulboard
und/oder anderen Bauelementen, wie ASIC-Bauele-
menten, angeordneten Abstandselementen; und

[0013] Fig. 5: eine Seitenansicht eines fertig mon-
tierten Image-Modules nach Fig. 4.

[0014] Aus Fig. 1 ist ein Image-Modul 1, bestehend
aus den Hauptelementen Modulboard 2 (Grundplat-
te/Substrat) mit darauf oder mittels COB-Technologie
montiertem Image-Sensor 3 (Bildaufnahmeelement).
Weitere auf dem Modulboard 2 montierte Funktions-
und Kontaktelementen sind SMD-Bauelemente 4
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und ASIC-Bauelemente 5, deren elektrische Kontak-
tierung mit dem Modulboard uber Drahtbriicken 6 er-
folgt.

[0015] Mit dem Modulboard 2 fest verbunden ist ein
Abdeckelement 7 mit einem Linsesystem 8, welches
sich in genau definiertem Abstand Uber dem aktiven
Bereich des Image-Sensors 3 befindet.

[0016] Um eine einfache Montage des Abdeckele-
mentes 7 auf dem Modulboard 2 zu gewahrleisten
und gleichzeitig sicher zu stellen, dass der vorgege-
bene Abstand zwischen Image-Sensor 3 und Linsen-
system 8 reproduzierbar eingehalten wird, sind zwi-
schen dem Modulboard 2 und dem Abdeckelement 7
Abstandselemente 9 angeordnet, die den Luftspalt
11 zwischen dem Image-Sensor 3 und dem Linsen-
system 8 definieren.

[0017] Fur die x-y-Positionierung des Abdeckele-
mente 7 sind weiterhin Justierelemente 10 in Form
von Stiften vorgesehen, die mit dem Abdeckelement
7 fest verbunden sind und in Lécher im Modulboard 2
eingreifen.

[0018] Gemal Fig. 1 sind die Abstandselemente 9
auf dem Image-Sensor 3 positioniert, wodurch die
héchste Genauigkeit bei der Festlegung des Abstan-
des zwischen Linsensystem 8 und Image-Sensor 3
erreicht.

[0019] Fig. 2 zeigt eine Variante, bei welcher der
Abstand zwischen dem Image-Sensor 3 und dem
Linsensystem 8 durch Abstandselemente 9 auf dem
Modulboard 2 definiert ist. Die Lange der Abstandse-
lemente 9 bestimmt sich dabei durch den vorgegebe-
nen Abstand zwischen der Oberflache des
Image-Sensors 3 und dem Linsensystem 8 zuzuglich
der Dicke des Image-Sensors 3 und zuzglich der Di-
cke der Klebeschicht zwischen Image-Sensor 3 und
dem Modulboard 2. Diese Variante ist dann notwen-
dig, wenn auf dem Image-Sensor 3 nicht geniigend
Flache fir die Abstandselemente 9 verfiigbar ist.

[0020] Die Abstandselemente 9 kdénnen auch zu-
satzlich auf anderen montierten Komponenten auf
dem Modulboard 2 angeordnet werden.

[0021] Das Abdeckelement 7 schliel3t gleichzeitig
das Modulboard 2 nach oben ab (Fig. 3), wobei
durch ein Epoxydharz 12 eine feste Verbindung zwi-
schen Modulboard 2 und Abdeckelement 7 herge-
stellt wird.

[0022] Wird das Abdeckelement 7 als Kappe ausge-
fuhrt, die das Modulboard 2 seitlich umschlieft, wird
gleichzeitig eine seitliche mechanische und optische
Abgrenzung des optischen Bereiches des
Image-Sensors 3 realisiert.
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[0023] Fig.4 zeigt eine Schnittdarstellung eines
Image-Moduls 1 mit einem in Flip-Chip-Technologie
montierten Image-Sensor 3 auf der Unterseite des
Modulboardes 2 sowie weiteren SMD- und
ASIC-Bauelementen 4, 5 auf dem Modulboard 2 und
Abstandselementen 9 auf dem Modulboard 2.

[0024] In einer Variante sind die Rander des Ab-
deckelementes 7 plattenférmig ausgefuhrt, wobei die
Befestigung auf dem Modulboard 2 durch einen zu-
satzlich aufgebrachten Klebstoff 12, z.B. Epoxyd-
harz, oder eine Klebefolie, realisiert ist. Diese Varian-
te ist von besonderem Vorteil, wenn die gleichzeitige
komplette Montage einer Vielzahl von Image-Modu-
len 1 im Nutzverbund erfolgen soll.

[0025] Zusatzlicher Klebstoff, welcher beim Aufset-
zen des Abdeckelementes 7 auf den Modulboard 2
seitlich ausgetreten ist, kann durch geeignete Verfah-
ren, wie Schneiden oder Sagen, bevorzugt wahrend
des Vereinzelns der Image-Module 1 aus dem Nutz-
verbund einfach entfernt werden.

Bezugszeichenliste

Image-Modul
Modulboard
Image-Sensor
SMD-Bauelement
ASIC-Bauelement
Drahtbricke
Abdeckelement
Linsensystem
Abstandselement
Justierelement
Luftspalt
Klebstoff
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Schutzanspriiche

1. Image-Modul, bestehend aus den Hauptele-
menten Modulboard mit darauf oder mittels
Flip-Chip-Technologie auf dessen Riickseite montier-
tem Image-Sensor, sowie ggf. weiteren Funktions-
und Kontaktelementen auf der Vorder- und/oder
Ruckseite des Modulboards, sowie einem Abdecke-
lement zur Abdeckung des Modulboardes mit einem
Linsensystem, das (ber dem aktiven Bereich des
Image-Sensors des Image-Sensorchip angeordnet
sein kann und auf dem Modulboard durch eine
COB-Technologie oder durch eine Flip-Chip-Technik
an der Ruckseite des Modulboards montiert ist, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem Modul-
board (2) und dem Abdeckelement (7) drei im Ab-
stand zueinender angeordnete Abstandselemente
(9) angeordnet sind, welche den Abstand zwischen
dem Image-Sensor (3) auf dem Modul-Board (2)
durch Definition eines vorgegebenen Luftspaltes (11)
definieren.
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2. Image-Modul nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abstandselemente (9) Be-
standteil des Abdeckelementes (7) sind, wobei zu-
satzlich Justierelemente (10) zur x-y-Lagepositionie-
rung des Abdeckelementes (7) auf dem Modulboard
(2)vorgesehen sind.

3. Image-Modul nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen dem
Image-Sensor (3) und dem Linsensystem (8) durch
Abstandselemente (9) zwischen Image-Sensor (3)
und dem Linsensystem (8) im Abdeckelement (7) de-
finiert ist.

4. Image-Modul nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen dem
Image-Sensor (3) und dem Linsensystem (8) durch
Abstandselemente (9) auf dem Modulboard (2) defi-
niert ist.

5. Image-Modul nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abstandselemente (9) eine
Lange aufweisen, die durch den vorgegebenen Ab-
stand zwischen der Oberflache des Image-Sensors
(3) und dem Linsensystem (8) zuzuglich der Dicke
des Image-Sensors (3) und zuzuglich der Dicke der
Kleberschicht zwischen Image-Sensor (3) und Mo-
dulboard (2) bestimmt ist.

6. Image-Modul nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen dem
Image-Sensor (3) und dem Linsensystem (8) durch
Abstandselemente (9) auf anderen montierten Kom-
ponenten auf dem Modulboard (2) definiert ist.

7. Image-Modul nach einem der Anspriiche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Justierelemen-
te (10) Bestandteil des Abdeckelements (7) oder ei-
ner separaten Baugruppe sind und durch entspre-
chende Lécher in dem Modulboard (2) aufgenommen
und damit fixiert werden.

8. Image-Modul nach einem der Anspriche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Abdeckele-
ment (7) konstruktiv so ausgelegt sind, dass das ent-
sprechende Linsensystem aufgenommen werden
kann und gleichzeitig die Lage des Linsensystems (8)
in x-, y- und z-Richtung zur Image-Sensorflache tber
die Abstandselemente (9) und die Justierelemente
(11) definiert wird.

9. Image-Modul nach einem der Anspriche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Abdeckele-
ment (7) gleichzeitig das Modulboard (2) nach oben
abschlief3t.

10. Image-Modul nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abdeckelement (7) als dich-
tende Kappe ausgefiihrt ist und somit eine seitliche
mechanische und optische Abgrenzung des opti-
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schen Bereiches des Image-Modules (1) realisiert.

11. Image-Modul nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das dichtende Abdeckelement
(7) plattenférmig ausgefiihrt ist und dass die seitliche
Begrenzung durch einen zuséatzlich aufgebrachten
Klebstoff, z.B. Epoxydharz oder einem anderen ge-
eigneten Klebstoff, realisiert ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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Fig. 1
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Fig. 2
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Fig. 3
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Fig. 4
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Fig. 5
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